2025年「桃園Link產學培力平台」亞碩企業獎助學金申請表
	基
本
資
料
	姓    名
	
	生 日
	年     月     日
	照  片

黏貼處

	
	身分證號
	
	血 型
	
	

	
	科系
	
	年級
	
	

	
	身分別
	
	學年度班排成績(%)
	
	

	
	性    別
	□男    □女 
	身 高
	
	體 重
	
	

	兵役
	□未役,預計    年    月入伍
	e-mail
	

	
	□役畢   年   月至   年   月
	電話
	住家：

	
	□免役，原因：
	
	行動：

	地址
	戶籍
	

	
	通訊
	

	家長姓名
	
	與申請人關係
	

	學歷
	學位
	學校名稱
	系所
	畢業年月

	
	大學
	
	
	　　　　年      月(預計)

	
	高中
	
	
	　　　　年      月

	過去工作或實習經驗
	公司名稱
	工作內容
	職稱
	工作(實習)起迄日

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	在校最喜歡
之科目
(請填寫原因)
	1.
原因：
2.
原因：
3.
原因：

	畢業後

想從事之工作

(請填寫原因)
	1.
原因：
2.
原因：
3.
原因：

	個人專長
	

	語言能力
（重要參考資料）
	語言
	精通
	普通
	略通
	不會

	
	英語
	
	
	
	

	
	日語
	
	
	
	


	
	其他 
	
	
	
	

	電腦技能
	

	自傳
(請簡述300字以上)
	


· 您所填寫的2025年「桃園Link產學培力平台」獎助學金申請表之所有欄位代表您同意進行收集，且於面談完後紙本表單將存放可上鎖檔案櫃，電子檔存放於具權限管控之儲存設備，並依個資法妥善保存。
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